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Leti 77

INTEGRATION ET CARACTERISATION DE NOUVEAUX MODULES
TECHNOLOGIQUES POUR LES APPLICATIONS CMOS A BASSE CONSOMMATION.

Résumé Afin de répondre aux besoins des nouvelles egiins dites « mobiles / multimédia», de
nouvelles solutions technologiques CMOS émergentur paaméliorer le compromis
consommation/performance des transistors. D’'und,pdas dimensions des dispositifs atteignant les
échelles nanométriques, des phénomeénes parasitparavant négligeables, gagnent en importance.
D’autre part, la généralisation de l'intégration delusieurs fonctions sur une méme puce (digitale,
analogue, mémoire) implique d'anticiper I'optimigat technologique des composants au-dela de la
simple miniaturisation. Cette thése porte sur Ittula fabrication et la caractérisation de nouvrau
modules technologigues destinés a limiter les augrde fuite et & améliorer le transport des parseu
empilement de grille combinant diélectrique haugenmttivité et grille métallique, transistor a cana
complétement déserté intégré sur substrat bulktpehnnologie « Silicon-On-Nothing », transistor a
grille enrobante, nouveaux substrats a double a&ton cristalline, techniques de contraintkes
limitations des architectures du point de vue @ngport sont finalement étudiées.
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